Popraw wigzania poprzez odpowiednie przygotowanie

powierzchni

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni jest niezbedne do uzyskania
optymalnej przyczepnosci przy zastosowaniu tasm i klejow,
zapewnia czyste, wolne od zanieczyszczen podtoze, ktére
pomoze utrzymacé mocne i trwate potgczenia.

Powierzchnie sg przygotowywane wedtug jednej
z nastepujacych procedur:

1. Tylko odttuszczanie
2. Odttuszczanie, szlifowanie i oczyszczanie rozpuszczalnikiem

3. Odttuszczanie i przygotowanie chemiczne
Odttuszczenie
Q Przemystowe $rodki czyszczace i $rodki
d () do usuwania klejow 3M™ idealnie nadajg sie
] do rozpuszczania i usuwania brudu, ttuszczu,
smoty i wielu nieutwardzalnych klejéw.

Szlifowanie
e Usun mocne zabrudzenia z powierzchni lub

a tlenki z metali (np. stali ocynkowanej)
- e Stwoérz dodatkowg powierzchnig,
[ ktéra moze zwiekszyé przyczepnosé
o Wygtadz powierzchnig, aby uzyskaé
wiekszg ptasko$é, co pozwala na
poprawe powierzchni styku

Czyszczenie rozpuszczalnikiem
QS Wiekszoé¢ podtozy najlepiej przygotowuje sie poprzez
Y oczyszczenie ich mieszaning alkoholu izopropylowego
(IPA) i wody w proporcji 50:50 przed natozeniem
EE— tasém 3M. Istniejg wyjatki! W przypadku specjalnych
powierzchni lub zabrudzen popro$ o porade
ekspertéow firmy 3M w zakresie klejenia.

& Wstepna obrébka chemiczna
D Jednak aby uzyska¢ maksymalng wytrzymatosé,
o powtarzalno$é i odporno$¢ na degradacje, wymagana
jest wstepna obrobka chemiczna lub elektrolityczna.
Aby dowiedzie¢ sie wiecej, skontaktuj sie z ekspertami
3M ds. klejenia.
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Zastosowanie lakieru podktadowego

Gruntowanie powierzchni jest szczegélnie konieczne w przypadku zastosowania tasm
i klejéw na trudnych powierzchniach lub w specyficznych wymaganiach, poniewaz
poprawia przyczepnos$é, aktywujac podtoze, poprawiajgc zwilzanie oraz zapewniajgc
bezpieczne i dtugotrwate potaczenie.

Q 1. Przygotowanie powierzchni

F | Wiecej szczeg6tow po lewej stronie

2. Natéz podktad
Mozna zastosowac jedna
z ponizszych metod. Zawsze
postepuj zgodnie z instrukcjami

@ na opakowaniu.
[}

T — e Podktad na jednorazowym reczniku

% e Butelka z aplikatorem

e Pedzel piankowy

3. Pozostaw do wyschniecia
przed klejeniem
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1. Przygotowanie powierzchni
(szczegéty na poprzedniej stronie)

2. Naktadanie

o Przyt6z tasme klejaca do klejonej powierzchni,
nie rozciggajac jej

o Uwazaj, aby nie powstawaty pecherze powietrza
pod tasma

e Nie dotykac¢ powierzchni klejgcej i tgczacej tasmy

o Optymalna temperatura procesu: 15-25°C

3. Docisk

o Dobrze docisnij/nawin tasme
klejaca z sitg ok. 2 kg/cm?

4. Usun papierek ochronny

o Nalezy usung¢ papierek ochronny w jednym kawatku
(aby unikngé¢ $ladéw na warstwie kleju)

e Nie dotykaé¢ powierzchni klejgcej tasmy

5. taczenie i docisk
o Natéz materiat klejacy

o Uwazaj, aby nie powstawaty pecherze powietrza
pod tasma

e Zastosuj nacisk ok. 2 kg/cm?

6. Poczekaj na przyczepnos$é konncowa

o Obcigzaj dopiero po czasie

o 50% przyczepnosci koncowej po ok. 20 minutach

e Przyczepnos$¢ ostateczna w temperaturze 20°C
jest osiggana po 72 godzinach

e Ciepto przyspiesza proces (np. przyczepno$é koricowa
w temperaturze 65°C po godzinie)



